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摘 要

積體電路後端實體設計(physical design)中，平面規劃(floorplanning)一直是一個相當重要的設計步驟。一般單層平面規劃問

題即是解決模組在2D平面上之擺放問題；然而隨著系統晶片複雜度的提高，System-On-a-Chip (SoC)的系統設計日趨成熟

，有些系統之模組必須擺放在不同層以降低設計及製造之複雜度，因此衍生出3D平面規劃的問題。 本論文中我們考慮雙

層平面規劃問題，亦即將模組擺放在上下兩層2D平面，每層各有其模組擺放後之寬、高及面積，上下兩層垂直結合後可形

成整個晶片，而目標則為尋找最小之晶片面積及繞線總長度。我們嘗試以不同的策略將模組分為兩堆，每堆模組擺放在同

一層，而每層分別使用Sequence-Pair平面規劃演算法[4]及模擬退火(simulated annealing)程序找出最佳解，最後再將兩層上

下結合以求出最終晶片。
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